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Nachdem ABB über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt
150 Millionen Dollar in die Erweiterung seiner Fertigungskapa-
zitäten für BiMOS-Module und HiPak-IGBTs in Lenzburg/
Schweiz investiert hat, begann im April der Ramp-up in den neu-
en Produktionskapazitäten der BiMOS-Fab. 

»Bisher hat sich unsere Branche
über die Verpackung von Leis-
tungs-Modulen, über die gängi-
gen Standardlösungen hinaus,
keine speziellen Gedanken ge-
macht«, beschreibt Stefan Staro-
vecki, Geschäftsführer und tech-
nischer Direktor von Semikron
Slovakei, die Ausgangssituation
für das Projekt Semiseal. In Zu-
kunft soll das anders werden.
»Wir wollten ganz einfach, dass
die Module in dem Zustand beim
Kunden ankommen, in dem sie
bei uns die Fertigung verlassen«,
so Starovecki.

Herausgekommen ist dabei ei-
ne Verpackung, die Schutz vor
Umwelteinflüssen wie Feuchtig-
keit, Korrosion und Verunreini-
gungen durch Schmutzpartikel
garantiert und gleichzeitig als
Dämpfer bei mechanischen Bean-
spruchungen wie Stößen oder Vi-
brationen wirkt. Dazu werden die

Leistungsmodule unmittelbar am
Ende des Produktionsprozesses
von einer transparenten Kunst-
stofffolie auf der Oberseite und ei-
nem klebstoffbeschichteten Kar-
ton auf der Unterseite ummantelt
und im Vakuum versiegelt. So ver-

packt, überstehen die Module al-
le anfallenden Lager- und Trans-
portbewegungen unbeschadet.
Im Vergleich zu herkömmlichen
Verpackungen kommen damit die
Produkte beim Kunden geschützt
und unversehrt an. Korrodierte
und angelaufene Kontakte gehö-
ren der Vergangenheit an.  

Damit ist auch die einwand-
freie Qualität der Module bis zum
Zeitpunkt der Entnahme durch
den Kunden sichergestellt. Der
Easy-to-Use-Ansatz der neuen
Verpackung bezieht sich aber
nicht nur auf das einfache Hand-

ling durch den Anwender. Durch
die Transparenz der Verpackung
sind auch Sichtprüfungen, Zoll-
kontrollen oder die Identifikation
der Module anhand des Data-Ma-
trix-Codes jederzeit möglich. Au-
ßerdem lassen sich Module eines
Typs in unterschiedlichen Stück-
zahlen in ein- und derselben Ver-
packungseinheit gebündelt und
innerhalb dieser mittels einer vor-
ab definierten Perforationslinie
separieren. Auf diese Weise ist es
möglich, nur die gerade benötig-
te Anzahl der Module zu entneh-
men. Auspacken lassen sich die

Höhere Transportsicherheit und ein verbessertes Handling sei-
ner Leistungs-Module bietet Semikron mit der Einführung des Se-
miseal-Verpackungskonzeptes. Vakuumversiegelt lassen sich je
nach Modulvariante 10 bis 16 Module wie bei einem Reißver-
schluss in einem Verpackungskarton unterbringen. Vor Ort er-
laubt dann die Perforation des Trägerkartons die bedarfsgerech-
te Vereinzelung der Module.

Semikron verbessert mit Semiseal Transportsicherheit und Handling seiner Power-Produkte

Erste vakuumversiegelte Verpackung 
für Leistungsmodule
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Multisprachlicher Kundenservice bei Sindopower
Das zur Semikron-Gruppe gehö-
rende B2B-eCommerce-Portal
»Sindopower« baut seine inter-
nationale Service-Reichweite aus
und intensiviert die technische
Beratung mittels multi-sprachli-
cher Telefon-Hotline, TechChat,
Forum oder dem Wissensportal.
»Wir waren positiv überrascht,
wie schnell Kunden aller Größe
weltweit diese Rund-um-die-Uhr-
Serviceleistung im Leistungs-
elektronikbereich wertschät-
zen«, freut sich Dr. Walter Dem-

melhuber, Geschäftsführer von
Sindopower. Sindopower ist wei-
terhin das einzige Portal, das
eCom-merce und technische Be-
ratung im Bereich der Leistungs-
elektronik verbindet. Um diesen
Trend weiter zu unterstützen,
wurde der Vertriebsbereich mit
einem dedizierten US-Dollar-Por-
tal ausgebaut. Zusätzlich wurden
die Bezahlungsmöglichkeiten
mittels Kreditkarte und ein USA-
Bankkonto erweitert. In Kürze
wird das Portal auch in russischer

und portugiesischer Sprache zur
Verfügung stehen, letzteres un-
ter anderem auch, um die Betreu-
ung im lateinamerikanischen
Markt zu intensivieren. Pro Tag
nutzen bereits über 250 Leis-
tungselektronik-Kunden aus aller
Welt das Informationsportal oder
lassen sich bei Sindopower direkt
beraten. Mehr als 95 Prozent der
dabei auftretenden technischen
Fragen, so Dr. Demmelhuber,
werden dabei sofort beantwor-
tet. (eg)

ABB baut sein Leistungshalbleitergeschäft aus

Erfolgreicher Ramp-up in Lenzburg

Ziel des Ramp-up ist es, die Fer-
tigungskapazität an HiPak-IGBTs
in Lenzburg mehr als zu verdop-
peln. Der Ramp-up der neuen Bi-
polar-Fertigungskapazitäten ist

für 2011 vorgesehen. Neben dem
Ausbau der Fertigungskapazitä-
ten in der Schweiz hat ABB En-
de März das Halbleitergeschäft
des tschechischen Herstellers

Polovodice übernommen. Die
Akquisition wurde für einen
niedrigen zweistelligen Millio-
nen-Dollar-Betrag realisiert. Zu-
sammen mit den Halbleiter-As-
sets verstärken ca. 200 Beschäf-
tige ABBs Anstrengungen im
Leistungshalbleiterbereich.
»Leistungshalbleiter sind von
zentraler Bedeutung bei der Ent-
wicklung smarter elektrischer
Netze, in denen eine stärkere

Einbindung erneuerbarer Ener-
gien mit einer besseren Kontrol-
le des Energieflusses im Hinblick
auf mehr Reliability und Effizenz
stattfinden soll«, erläutert Peter
Leupp, Leiter der ABB Power
System Division. »Die Übernah-
me des Halbleitergeschäfts von
Polovodice stärkt dabei unsere
Marktposition als einer der füh-
renden Hersteller von Leistungs-
halbleitern«. (eg)                    ■



Module sehr einfach: Zuerst wird der Karton an-
gehoben und abgezogen, danach wird die Folie
durch Herunterdrücken der Kartonschablone
entfernt. 

Das Semiseal-Konzept bietet jedoch nicht nur
Schutz vor mechanischen oder klimatischen Ein-
flüssen während des Transports und der Lage-
rung vor Ort, der Plomben-Charakter der neuen
Verpackung bietet erstmals auch die Möglich-
keit, klar zu unterscheiden, ob eine Beschädi-
gung des Produkts bereits eingetreten ist, bevor
es ausgepackt wurde, oder erst danach. Doch da-
mit nicht genug: Semiseal dürfte in Zukunft auch
Fälscher vor gewisse Probleme stellen. Um die
neue Verpackung zu imitieren, bedarf es speziel-
ler Maschinen; eine einfache Vakuumisierung ei-
ner Plastikfolie über einer perforierten Kartona-
ge würde garantiert auf den ersten Blick als Fäl-
schung erkannt. 

»Um zu gewährleisten, dass die Verpackung
allen äußeren klimatischen Einflüssen wider-

steht, haben wir das Semiseal-Verpackungsprin-
zip zudem eingehenden Tests unterzogen«, be-
richtet Starovecki, »und dabei die Verschleißfes-
tigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit
und Temperaturschwankungen von -40 bis +85
°C auf Herz und Nieren getestet«. Dass das not-
wendig ist, erläutert der Semikron-Manager an-
hand der Beschreibung der vielerorts anzutref-
fenden Lagerbedingungen für Leistungsmodule.
»Der klimatisierte Lagerraum bei einem deut-
schen oder europäischen Global Player ist nicht
der Normalfall«, erläutert er schmunzelnd, »in
Asien, Indien oder auch Südamerika werden die
Module oftmals im Freien aufbewahrt. Licht,
Feuchte und teils massive Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag und Nacht, ’arbeiten’ dort
an den Produkten«.

Nach der Präsentation des neuen Verpa-
ckungskonzeptes auf der diesjährigen PCIM ist
als erstes der Start der Auslieferung von Semi-
trans-2, -3- und -4- sowie Semipack-1- und -2-

Modulen in der neuen Semiseal-Schutz-
verpackung für das zweite Halbjahr 2010
geplant. In Zukunft soll das Semiseal-
Konzept dann nach Auskunft von Staro-
vecki auf alle dafür geeigneten Modul-
typen ausgedehnt werden: »Ich gehe mal
davon aus, dass es noch Sinn macht, et-
wa zwei bis drei Semipack-5-Module, die
jeweils etwa 1,2 kg wiegen, auf diese
Weise zu verpacken, bei einem Semi-
pack6 mit 2,4 kg Gewicht dagegen dürf-
te das kaum noch Sinn machen«.

Dass für Semiseal nur umweltfreund-
liche und recyclefähige Kartonagen und
Ionomer-Kunststofffolien Verwendung
finden, erklärt sich von selbst. Wichtig
ist Starovecki aber, darauf hinzuweisen,
dass eine Verpackungseinheit für Semi-
pack2 oder Semitrans2 nur noch etwa 50
Prozent der bisher verwendeten Verpa-
ckung auf die Waage bringt. »Wir ha-
ben festgestellt, dass ein Zurücksenden
von Verpackungsmaterial nur in einem
Kundenumkreis von vielleicht 100 km
wirklich zuverlässig funktioniert«, schil-
dert Starovecki seine Erfahrungen mit
Recyling- und Verpackungskreisläufen,
»bei größeren Entfernungen muss die
möglichst umweltfreundliche Entsor-
gung der Verpackung vor Ort beim Kun-
den passieren«.

So wird durch Semiseal nicht nur die
absolute Menge des Verpackungsmate-
rials reduziert, das eingesetzte Folienma-
terial ist natürlich auch nicht brennbar
und enthält keine Schadstoffe. In einer
weiteren Stufe des Semiseal-Konzepts
wird ein Folienmaterial, das dann höhe-
re ESD-Eigenschaften aufweisen wird,
die Gate-Kontakte gegen Entladung
schützen. Derzeit werden die Gate-Kon-
takte noch von Kunststoffkappen ge-
schützt, die aber, wie Starovecki zugibt,
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» Kundenzufriedenheit hat für uns 
oberste Priorität. Mit dem Semiseal-Verpackungskonzept können

wir sicherstellen, dass die Module so beim Kunden ankommen, 
wie sie die Fertigung verlassen haben. «

Durch seine vakuumversiegelte Verpackung garantiert 
das Semiseal-Konzept nicht nur Schutz vor schädlichen Umwelt-
einflüssen wie Feuchtigkeit, Korrosion und Verunreinigungen durch
Schmutzpartikel, sondern wirkt auch als Dämpfer bei mechanischen
Beanspruchungen wie Stößen oder Vibrationen.                Bild: Semikron



Mitsubishi Electric hat mit der in-
telligenten Leistungshalbleiter-
modul-Baureihe »V1« eine Pro-
duktreihe entwickelt, deren pri-
märe Zielstellung es ist, den Wir-
kungsgrad von Stromrichtern für
Motorantriebe und Stromversor-
gungen zu erhöhen. So sind die
Intelligenten Power Module
(IPMs) der »V1«-Serie für Anwen-
dungen im oberen Kilowatt-Be-
reich vorgesehen und sind in den
Baugrößen 200/300/450 A im Fall
der 1200-V-IPMs und 400 oder
600 A bei den 600-V-IPMs liefer-
bar. 

In der V1-Serie kommen ver-
schiedene neue Technologien
zum Einsatz, wie etwa ein neuer

Full-Gate-CSTBT-Chip sowie ein
neu entwickeltes Control-IC. Der
Kurzschluss-Schutz erfolgt durch
Erfassen des Stroms unmittelbar
im IGBT-Chip durch so genannte
Stromspiegel-Emitter. Mit dieser
Mitsubishi-eigenen Technologie
wird die im IGBT-Chip umgesetz-
te Kurzschlussenergie im Ver-
gleich zu herkömmlichen Entsät-
tigungsverfahren erheblich redu-
ziert. Der so gewonnene zusätzli-
che Freiheitsgrad bei der Ausle-
gung der IGBT-Chips wird ge-
nutzt, um den klassischen Trade-
off zwischen Schalt- und Durch-
lassverlusten weiter in Richtung
Verlustminimierung zu verschie-
ben.

Durch die Verwendung der
neuen, speziell für den IPM-Ein-
satz konzipierten Full-Gate-
CSTBT-Chips und weitere Verbes-
serungen im internen Modulauf-
bau wurde die Sperrschichttem-
peratur gesenkt und eine höhere
Lastwechselfähigkeit erzielt. Im
Vergleich zu der Vorgängerbaurei-
he »V«-Serie sind die Verluste der
»V1«-Serie um etwa 20 Prozent
geringer. Gleichzeitig wurde die
Sättigungsspannung der neuen
1200-V-V1-Serie auf 1,85 V bei
+125 °C reduziert. 

Zu den implementierten
Schutzfunktionen zählen: Kurz-
schlussschutz (SC), Schutz bei
Unterschreiten der 15-V-Versor-
gungsspannung (UV) und Über-
temperaturschutz (OT). Die Be-
sonderheit des Übertemperatur-
schutzes besteht darin, dass der
OT-Sensor monolithisch in den
IGBT-Chip integriert ist. Dadurch
wird eine deutlich bessere Selek-

tivität beim Ansprechen des OT-
Schutzes erreicht, verglichen mit
der konventionellen Überwa-
chung der Bodenplattentempera-
tur etwa mittels NTC. 

Speziell auf den Einsatz in
Photovoltaik-Wechselrichtern in
Hausanlagen zugeschnitten sind
die Intelligenten Leistungsmodu-
le der »PV«-Baureihe. Erhältlich
sind insgesamt sechs verschiede-
ne Module, die auch als Wechsel-
richter in Brennstoffzellenanlagen
einsetzbar sind. Mit Abmessun-
gen von 90 x 50 mm benötigte die
neue »PV«-Serie 30 Prozent weni-
ger Platz auf der Leiterplatte als
ihre im Jahr 2005 auf den Markt
gebrachte Vorgängerserie. 

Einsetzbar sind die sechs neu-
en »PV«-Module sowohl für
Wechselrichter ohne Chopper als
auch mit einem oder zwei Chop-
pern. Ausgelegt sind die Module
für eine Kollektor-Emitter-Nenn-
spannung VCE(sat) von 1,9 V bei
Ti =+25 °C und einer Durchlass-
spannung (FWDi) von Vf = 1,7
V bei Ti = +25 °C. 

Während die Modelle PM50B-
4L1C060 (nur Inverterteil), PM50-
B5L1C060 (Inverterteil + 1 Chop-
per) und PM50B6L1C060  (Inver-
terteil + 2 Chopper) für Kollek-
torströme von 50 A ausgelegt
sind, unterstützen die Modelle
PM75B4L1C060 (nur Inverter-
teil), PM75B5L1C060 (Inverterteil
+ 1 Chopper) und PM75B6L1-
C060 (Inverterteil + 2 Chopper)
Kollektorströme von 75 A. Alle
IPMs sind vor Kurzschluss, Unter-
spannung und Übertemperatur
geschützt. (eg)                         ■

Mitsubishi Electric baut mit der Vorstellung der IPM-Baureihen
»V1« und »PV« seine Stellung als Lieferant von kompakten, leis-
tungsstarken intelligenten Leistungshalbleitermodulen für Mo-
torantriebe und Stromversorgungen sowie Photovoltaik-Wech-
selrichtern aus.

Intelligente Leistungshalbleitermodule für hohe Ausgangsleistungen und Solarwechselrichter

Jüngste CSTBT-IGBT-Chips fließen in IPMs ein 
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In einem kompakten Gehäuse von 90 x 50 mm untergebracht, 
benötigen die auf den Einsatz in Photovoltaik-Wechselrichtern
in Hausanlagen zugeschnittenen IPMs der »PV«-Serie etwa 
30 Prozent weniger Platz auf der Leiterplatte als ihre 
Vorgängerserie.                                                 Bild: Mitsubishi Electric

Mit den in 1200- und 600-V-Ausführung erhältlichen 
Leistungshalbleitermodulen der »V1«-Serie lässt sich 
der Wirkungsgrad von Stromrichtern für Motorantriebe 
und Stromversorgungen deutlich erhöhen.            

Bild: Mitsubishi Electric

»bei den alten Verpackungen
wegspringen können«. Mit der
nächsten Semiseal-Foliengenera-
tion wäre dann auch dieses Pro-
blem behoben. 

In den nächsten Wochen wer-
den nun die speziell für dieses
Verpackungskonzept entwickel-
ten Maschinen in Vrbové die Ar-
beit aufnehmen. Jede der Verpa-
ckungsmaschinen kann zwei bis
drei unterschiedliche Verpackun-

gen herstellen. In absehbarer Zu-
kunft werden dann wohl alle am
slovakischen Produktionsstand-
ort gefertigten Module eine Semi-
seal-Verpackung aufweisen. 

Begonnen hat Semikron sein
Engagement in der Slovakei am
ehemaligen Tesla-Standort im
Váh Flusstal 1992. Zu Beginn
wurden dort nur diskrete Dioden
produziert. Im Jahr 2005 startete
dann in Vrbové die erste Stan-

dard-IGBT-Modulproduktion in
Form von Semitrans-Produkten.
Zwei Jahre später folgte dann die
Semipack-Linie und 2009 wurde
die Semix-Produktion von Nürn-
berg in die Slovakei transferiert. 

Inzwischen laufen monatlich
etwa 250.000 Module in Vrbové
vom Band, für die Zukunft ist ei-
ne Steigerung der Jahreskapazi-
tät auf bis zu 4 Mio. Module ge-
plant. »Wir werden Vrbové im

Verbund der Semikron-Gruppe
als den Modulstandort für Tech-
nologien auf Grundplatte weiter
ausbauen«, gibt Starovecki schon
mal einen Ausblick in die Zu-
kunft, »neben den Modulen wer-
den dort derzeit auf 4-Zoll-Schei-
ben rund 5 Mio. Dioden im Mo-
nat produziert«. Eine der Spezia-
litäten der Diodenproduktion in
der Slovakei sind übrigens Di-
oden für Solarinverter. (eg)      ■


